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焊 膏 标 准 2f 3 

(日本工 业标 准 JIS Z 3284) 

l 适用范围 

本标准适用于电器设备 、电子设备、通讯 

设备等的配线接合及其部件制造用膏状焊料。 

备注： 

①本标准的引用标准 

JIS C 6480印刷线路板用铜箔叠层板 

JIS H 3100铜及铜合金的板和条 

JIS Z 3282软钎料 

JIS Z 8801标准筛 ‘ 

②本标准对应的国际标准 

ISo 9454— 1自1990 Soft soldering fluxes 

Classification and requirements —— 

Part1 j Classification， labelling and 

packaging 

ISO 9455— 1：1990 Soft soldering fluxes 

— Test methods Partl Detemivmfion 

of non—volatile matter gravimetric 

m~hnd  

2 用语定义 

本标准采用的主要用语的定义如下。 

(1)焊膏 软钎料粉末和膏状焊剂 的混合 

物。 

(2)焊剂活性度 特定焊剂促进熔融焊料 

润湿母材表面的程度。 

(3)焊剂作用 钎焊过程中呈现的焊剂作 

用 。 

(4)活性剂 提高焊剂作用的添加剂 

(5)树脂 用于焊剂的天然或合成树脂性 

物质。 

(6)松香 从松木等含油松脂提取精制的 

天然硬质树脂 ，酸价在 130以上的松脂、木松 

香或妥尔油松香 。 

(7)变性松香 用松香变性的树脂 ，与松 

香不同的树脂 。 

(8)松香系焊剂 甩有机溶剂溶解以松香 

为主成分的天然 (精制)松香而成的溶液或膏 

状焊剂 。 

(9)焊剂残渣 钎焊加热后残留在基板上 

的焊剂 

‘lO)塌陷 印刷后干燥时或加热时的焊膏 

的形状变化。 

(u)粘附性 焊膏对基板的附着强度。 

(12)焊球 在加热到钎焊温度后，附着在 

基板表面上韵小球状焊料。 

(13)焊料飞溅 与焊料扩展部分无关系的 

飞溅，附着不定形的焊料片。 

(14)不润湿 熔融钎料未润湿覆盖母材表 

面 。 、 

3 焊膏种类 

表 1示出了焊膏种类 等级、焊料粉末的 

形状及尺寸、焊剂的分类及品质分类。 
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表 I 焊膏的种类 

焊 膏 焊 剂 

粉束 活性 氘化物 品质 
台垒 系 种 类 等级 区分 主剂 

形状 足寸 成分 有无 分类 

Sn95Pb5，Sn65Pb35，Sn63Pb37， E S l 1 1 1 F (有) I S
a—Pb毒 S

n60Pb40，Sn55Pb45，Sn50Pb50 A I 2 2 2 2 N (无 ) I 

Pb55Sn45，Pb60Sn40，Pb65Sn35． 3 3 a 3 I 

Pb—Sn未 Pb70Sn30，Pb80Sn20，Pb90Snl0 4 b a 

5 b 
Pb95Sn5，Pb98Sn2 

C 

sn—Pb～Bii Sn43Ph43Bi14 d 

A e 

Bi— Sn 囊 Bi58Sn42 

sn—Pb—Ag系 Sn62Pb36Ag$ 

sn—Ag系 Sn96．5Ag3、5 

Sn—Sb 景 Sn95Sb5 

Pb— Ag Pb97．5AgZ．5 

Pb—Ag—Sn系 Pb97．SAg1．5Snl 

注：等级E用于电子设备等质量有严格要求的用途 等级A用于电器设备、电子设备等一般用途 

4 焊料粉末及焊剂的品质 

4．1 焊料粉末 

焊料粉末采用 JIS Z 8282规定的焊料 ，混 

台均匀，粉末表面有光泽，不附有微小颗粒。其 

它粉末表面的状态嵌供需双方的协议而定。 

4．1、1 焊料粉末的形状 

焊料粉末的种类根据其形状分为球性 (s) 

和不定性 (异形)(I)两种 纵横 比在 1．2以 

内的粉末占 90 以上的粉末为球形粉末，低于 

9O 的粉末为不定形 (异形)粉末 

4．1．2 粉末尺寸的分类 

球形粉末尺寸的分类见表 2。 

表 2规定的尺寸为 4．1．1所述纵横 比小方 

尺寸。表 2以外的尺寸依供需双方的协议而定。 

b．不定性 (异形)粉末的尺寸分类见表3。 
} 

表 2 球形粉末尺寸和分类 单位： m 

粉 末 尺 寸 

牌 号 超过下记尺寸的粉末 下记尺寸范围的粉末 不满下记尺寸的粉末 

在 1wt 以下 在 90wt 以下 在 10wt 以下 

S— l 150 150～ 22 22 

S一 2 75 75～ 22 22 

S一 3 63 63～ 22 22 

S～ 4 45 45～ 22 22 

S～ 5 38 38～ 22 22 
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表 3 不定形 (异形)粉末的尺寸分类 单位 ： m 

牌 号 超过下记尺寸的粉末 下记尺寸范围的粉末 不满下记尺寸的粉末 

在 1wt 以下 在 90wt 以下 在 lOwt 以下 

I— l l5O l5O～ 22 22 

I— l 75 75～ 22 22 

I——1 63 63～ 22 22 

I——1 45 45～ 22 22 

表 3规定的尺寸为 4．1．1所述纵横比小方 别和构成材料分类 

尺寸。 

表 3以外的尺寸依供需双方的协议而定。 

4．2 焊膏用焊剂 

4．2．1 焊剂的分类见表 4，根据焊剂的类 

4．2．2 焊剂的品质分类 

焊剂的品质分类见表 5，根据焊剂的活性 

度、焊剂成分的氯含量、绝缘电阻值、铜板腐 

蚀及铜镜腐蚀的有无分类。 

表 4 焊剂的分类 

构 成 材 料 焊剂区分 

主剂 活性成分 氟化物有无 

1．松香 1．无松 香 F (有 ) 

树脂 系 2．变性 松香 2．胺的 卤盐 
3．合成树脂 3．有机酸 、胺有机酸 盐 N (无) 

1．水 基物质 有机 系 

2．溶 剂物质 

胺 卤化 物 

a．水溶性物质 b．卤化 锌 

无机 系 c'卤化 锯 b
． 非水 溶性 物质 d

． 磷酸 

e．卤化氢酸 

表 5 焊jfI的品质分类 

焊剂成分的氯 绝缘电阻①n 分类 活性度 铜板腐蚀 铜镜腐蚀 

含有量 ( ) 条件 A② 条件 B③ 

I 低 0．03以 下 无 无 

Ⅱ 出 0．1～ O．O3 无 

I 高 O．5～ O．1 无 

注：④评价按 96小时后和 168小时后的值进行，24小时后的值如果达到96小时后的标准也可在标准 

值 以下 。 

②条件 A 温度 40T2，相对湿度 90％，168小时。 

@条件 B 温度 85℃，柑对攫度 85 ，168小时。 

一
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5 试验方法 

5．I 焊料粉末的形状、表面状态判定试验 

及粒度分布测定试验方法见附件 I。 

5．2 焊剂中的氟化物含有试验见附件 2 

5．3 氯含有量试验 、铜镜腐蚀试验及焊剂 

含有量试验见 日本工业标准 JIS Z 3197。 

5．4 绝缘电阻试验见附件 3。 

5．5 铜板腐蚀试验见附件 4。印刷性、流 

动性 、印刷时及加热时的塌陷、粘附性、润湿 

作用、热润湿、焊球 、回流后焊膏残留物的粘 

附性 、清洗试验及移动试验也可根据供需双方 

的搬议进行。试验方法见附{牟5～14，特性评价 

表见附件 I5。 

6 检查 

按试验方法 5进行焊膏品质试验时，品质 

必须符合品质 4 根据供需双方协议情况也可 

省略部分试验。 

7 包装 

为维持焊膏特性 ，防止焊膏在运送及储藏 

中引起污染或损伤，焊膏必须适当包装 。 

8 制品的名称 

制品的名称包括焊料的种类及等级、焊料 

粉末形状和尺寸的标记、焊剂的分类、焊剂的 

品质分类及焊剂含有量 (公称值 )。 

例 

剂含有量 

品质分类 

类 

的标记 

9 标记 

每个焊膏容器上必须注明以下事项 

(1)焊料的种类及等级 
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(2)粉末形状及尺寸 

(3)焊剂的分类 

(4)焊剂的品质分类 

(5)焊剂的含有量 

(6)净重 

(7)生产编号或批号 

(8)生产 日期年月 日或其标记 

(9)生产单位或其标记 

附件 l 焊料粉末的形状、 

表面状态判定试验及粒度 

分布测定试验 

1 适用范围 

本附件适用于焊料粉末的形状、表面状态 

判定试验及粒度分布测定试验。 

2 试验方法 

粉末形状、表面状态判定试验及焊料粉末 

粒度分布测定试验。 

2．1 用显微镜判定粉末形状及表面状态 

的标准方法： 

(1)器具和材料 

a．松油为用其 它适当溶剂溶化了的水白 

松香溶液，溶度为 6(~wt 

b．刮铲 

c．烧杯 

d．显微镜 (i00倍)及摄影装置 

e．目镜焦距 ，刻度 lO．um 

f．显微镜用玻璃片 

(2)试验程序 

a．根据需要，焊膏放置到室温 

b．用刮铲混合，使膏均匀。 

c．称取约 4g松香溶液放入烧杯。 

d．加约 1g的焊膏。 

e．用刮铲混合到均匀。 

f．将混合液滴在显微镜用玻璃片上。 

． g．在滴有混合液的玻璃片上再放置一块 

玻璃片，将混合液扩展压紧。 

h．用显微镜或显微镜照片观察粉末的长 

宽比，长宽比在 I．2以内的粉末占总体的 90 
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的粉末分为球形粉末，其它的粉末分为不定形 

粉末。 

此外，检查粉末的表面是否有光泽、光精 ， 

有无微小颗粒。 

备注：也可以用电子显微镜判断根据 (2) 

取样的焊料粉末形状。 

2．2 焊料粉束的粒度分布测定试验方法 

测定判断焊料粉末的粒度分布是否符合焊 

膏粉末等级。 

(1)试验方法 

从焊膏分离焊料粉末 ，用振动筛或超声波 

振动筛测定。 

(2)器具和材料 

a．振动筛或超声波振动筛 

b．标准筛 符合 JIS Z 8801或其同等以上 

的标准筛，筛目为 150~m、75 m、63／zm、45／zm、 

38 m 及 22／zm。 

c．筛托盘和盖 

d．天平 (精度 0．O1) 

e．烧杯 (200m1) 

f．表面皿 

g．异丙醇 

h．丙酮 

i．刮铲 

j．恒温槽 

k．加热装置 

(3)试验顺序 

a．如需要，焊膏放置到室温。 

b．用刮铲混合 ，使膏均匀。 

c．称取含约 15og焊料粉末的焊膏放八十 

分干净的烧杯中。 

d．加入约 15Oral的异丙醇。 

e．加热到 50℃土5℃。 

f．用刮铲混合，在溶剂 中溶化膏 中的焊 

剂。 

g．烧杯上加盖表面皿 。 

h．将装入试料的烧杯冷却到室温，焊料粉 

末放置到沉淀。 

i．使烧杯中的溶液尽量多地流出，主要焊 

料粉末一粒也不要流出。 

j．异丙醇分离作业重复 5次 

k．在残存粉末中加约 5Oral的丙酮 ，用刮 

铲混合 

1．粉末放置到沉淀。 

m．注意使丙酮尽量多地流出。 

11．装有粉末的烧杯移入恒温槽，放置到粉 

末完全干燥 。 

0．从恒温槽中取 出烧杯，放置到室温。 

P．标称符合试验焊料粉末的上下粒度的 

两个标准筛和筛托盘的重量。 

q．将两个 筛放在托盘上，大 网目的筛在 

上 。 

r-准确称 1Oog粉末，放入上面的筛中。 

s．将两个筛和托盘加盖移入筛振动器。 

t．筛振动器至少振动 30分种 。 

u．再次称取两个筛和托盘和重量 。 

v．减去最初称取的两个筛和托盘的重量， 

求出标称粒度分布以上、以内或以下尺寸的粉 

末重量，以重量 表示。 ， 

备注： 

1．关 于 S--5那样细粉末 的粒度分布测 

定，如将两个筛放在托盘上分离 ，焊料粉末有 

时不能充分通过上面 38／zm的筛。此时，最好分 

别筛分 38 m和 22 m的筛。 

2．粒度分布测定方法除了振动筛方法外， 

还有如下方法： 

①显微镜方法 

②激光衍射法 

③激光扫描法 

④沉淀法 

上述方法根据供需双方的协议而定。 

附件 2 焊剂中氟化物含有试验 

l 适用范围 

本 附件适用于焊剂中氟化物含有试验。 

2 试验方法 

试验为定性评价焊膏所含焊剂中是否含有 

氟化物的方法 ，试验基于氟化物使锆一茜素沉 
一 25 —  
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淀色料变成黄色，判断有物氟化物。 

3 器具殛材料 

光点感色板 

b．茜紊磺酸钠 

c．盐酸 

d．锆酸钠盐 

e．精制水 

4 试验顺序 

在白色感光板的 3个部位各滴一滴如下所 

示的溶液，制成新的锆一茜紊沉淀色料。 

50ml水中溶解 0．05g茜紊磺酸钠，制成 

溶液。 

b．在用 10ml盐酸酸性化的 50ml水 中溶 

饵锆硝酸盐 ，制成溶液 

c．水。 

5 评价方法 

在各感光点滴一滴试验焊剂溶液，如果锆 

． 茜紊沉淀色料的颜色变黄，说明有氟化物存 

在。 

附件 3绝缘电阻试验 

l 适用范重 

本附件规定了高温、加湿条件下钎焊部位 

绝缘电阻的评价方法。 

2 试验方法 

在基板上印刷焊膏回流后，在一定环境下 

放置时的绝缘电阻值的测定试验方法。 

3 装置、器具及材料 

(1)恒温恒湿器 温度能设定维持在 4O士 

2℃及 85士2℃，湿度能设定维持在 85~90 及 

90~ 95 。 

(2)绝缘电阻计 试验电源 DC 100V，能 

读取到 1O n的高电阻值。 ， 

(3)电热板 温度能设 定维持 在 60V士 

3℃ 。 

(4)干燥器 温度船设定维持在 6O℃士 

3℃及 150℃士3℃。 

(5)试验基板 以 JIS C 6480规定的玻 

璃布基材环氧树脂铜箔叠层板GE一4为基板， 
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采用附件中图 1所示的梳形电极基板 CJIS Z 

3197中的 6．8(1)(试验片)规定的梳形电极 

基板 2型]。 

附件 3圈 1 

导体宽 O．318mm 

导体间隔 0．318mm 

搭接材料 15．75mm 

基板尺寸 50X50X1．0 
～ 1．6mm 

4 试验条件及试验片 

(1)试验条件 

a．温度 40士2℃，相对湿度 90～95 ，168 

小时。 

b．温度 85+2℃，相对湿度 85~90％，168 

小时。 

(2)试验基板预处理 ’ 

a．精制水中用软毛刷子刷约3O秒。 

b．甩精制水充分冲洗。 

c一在异丙醇中用软毛刷子刷约 30秒。 

d．用异丙醇冲洗 。 

e．设定 60℃的干燥器中干燥 3小时。 

(3)试验基板绝缘电阻值的确定 

在试验片调整前，测定试验基板的绝缘电 

阻值 ，确定其值在 1O”n以上 。一 

(4)试验片调整 

a．焊膏涂布方法 梳形电极搭接材料的 

电极部位与电极合在一起，使用加工成槽状的 

厚 100ALra的金属板，均匀印刷厚 100／,Lm焊膏。 

b．焊膏的熔化 在设定 150℃的干燥器中 

放置 2分钟 ，然后在保持 260~C的电热板上 3O 

秒熔化焊膏 (焊膏熔化后能保持 l5秒以上)。放 

凉后作试验片。印刷后或回措【后，甩放大镜观 

察试验片上是否粘有灰尘，如有灰尘用镊子等 

工具清除。 

c．试验片的清洗 需用水溶性焊剂等清 

洗的试验片，其清洗按附件 13进行。 
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5 测定方法 

(1)电极上的配线用同轴电缆 ，在装入恒 

温恒湿器之前用绝缘电阻计 Dc i00 V 测定电 

压测定各端子闻的绝缘 电阻值。 

(2)为不使凝集的水滴落在梳形结构面上， 

将试验片放入按 4(1)所示条件设定的清洁恒 

温恒湿器 中。 

(3)试验片在恒温恒湿器中放置 24小时、 

96小时、168小时后，装入槽内，用 Dc100V 

电压分阶段测定绝缘电阻值。为防止测定时泄 

漏电流，要在同轴电缆的屏蔽线上连接绝缘电 

阻计的保护端子。一分钟后读取测定值 。 

6 试验片数 

试验 3个试验片，取各值相加的平均值 。 

7 评价方法 

根据各试验条件下的试验片的绝缘电阻值 

评价。 ． 

备注： 

I．电阻值显著下降的部位可能粘有水滴、 

灰尘等，从恒温恒湿器中取出试验片，用放大 

镜观察，如有异常，其值作废。中途 (24小时、 

96小时)发现值一度下降时，器内粘有灰尘，其 

值作废 。 

2．初期值有偏差 (10213以上)时，试验片 

需要再调整 。 

3．如基板 自体的值有偏差 ，试验时同时进 

行空白试验 ，以便 比较。 

附件 4 焊剂残渣的腐蚀性试验 

l 适用范围 

本附件规定了评价焊膏回流后焊剂残渣在 

加湿条件下有无腐蚀性的标准方法 ． 

2 试验方法 

在处理铜板上回流焊膏，制成试验 片。然 

后，试验片在规定的加湿条件下放置。通过焊 

剂残渣的变色目视评价铜板有无腐蚀。 

3 装置、器具夏材料 

(1)恒温恒湿器 能保持温度在 40土2℃， 

相对湿度 90~95 。 

(2)显微镜 (20倍以上) 

(3)金属模板 厚 0．2ram，距中心 10ram 

处开 4个直径 6．5ram的孔。 

(4)刮铲 

(5)刷子 

(6)手套 

(7)焊料槽 装入 Sn60Pb40，温度能控制 

在 235土2~C。 

(8)弯曲工具 

(9)夹钳 

(1O)磷脱氧铜板 JIS H 3100标准规定 

的 C 1201 P或C 1220 P，6块。尺寸 50×5O× 

0．5ram 。 

(11)过硫酸铵溶液 (0．5 L／L的硫酸中 

25 g／L) 水中格解 25。g过硫酸铵。注意加 

5nd的浓硫酸 (比重 1．84)。然后搅拌、冷却、 

稀释到 lL。每次使用前准备此溶液 

(12)硫酸 (5 L／L) 在 400m!水中加 

50ml浓硫酸 (比重 1．84)，搅拌、冷却，用水 

稀释到 lL 

(13)丙酮 

(14)精制水 

4 使用颤序 

两种试验片平行进行相 同试验 

(1)6块铜板，其中3块在距两端 5ram处， 

另外 3块在距两端 6ram处用弯曲工具分别窝 

成直角，成槽形形状 。以下称铜板 A和铜板 B。 

l 
I 。 I 

附件 4圉 I 焊嗣残渣腐蚀性试验用铜板 

(1)铜板 A和铜扳 B要进行预处理，使用 

前用清洁的镊子夹住铜板，按以下顺序进行预 

处理 

一 27 — 
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a．用丙酮等中性有机溶剂脱脂。 

b．在 60t：~70t：的硫酸中浸泡 1分钟，均 

匀浸蚀表面。 

c．在 20℃～25Ic过硫酸胺 溶液 中浸泡 1 

分钟，均匀浸蚀表面。 

d．在流动水中清洗，最长 5秒钟。 

e．25℃以下硫酸中浸泡 1分钟。 

f．流水清洗约5分钟，然后用精制水充分 

冲刷 。 

g．丙酮冲刷。 

h．清洁空气中干燥。 

i．预处理过的铜板 A、铜板 B尽快使用， 

需在密封容器内保存时，保存期 不能超过 1小 

时，应尽快使用。 

(3)焊膏如果处于低温状态，在密封状态 

下在容器中放置恢复到室温。 

(4)用刮铲将焊膏搅拌均匀。 

(5)在铜板 B的底部放置金属模板 。 

(6)在金属模板上涂布适量焊膏，用刮铲 

作涂刷充填金属模板上的孔。 

(7)取掉金属模板 。 

(8)用同样的方法在剩余的铜板 B1(只制 

作两个)上涂布焊膏。 

(9)用铜板 A作盖 ，分别作成加罩的试验 

片 (另一个用于空白使用)。 

(10)用刷子清除温度调刊 235士2"C (用 

VPS时为 215士2℃)的焊料槽表面。 

(11)将试验片水平放置在焊料槽的表面 

上，加热焊料至熔化井维持 5秒钟 

(12)从焊料槽取出试验片，水平放置冷却 

15分钟，然后确认钎焊后的初期变化。 

(13)3个试验片在温度调到 4O士2℃、湿 

度调到 90～95 的恒温恒湿器中水平放置 72 

小时 注意不要把试验片以外的物品放入恒温 

恒湿器 。 

(14)显微镜观察试验片内部产生的腐蚀 

物，盖 (铜板 A)也要观察 。 

5 评价方法 

一

28 

腐蚀指的是钎焊后在加湿状态下铜、焊料、 

焊剂残渣间发生的化学反应。试验片发生腐蚀 

时出现下列现象。 

a．盖板 (铜板 A)或焊剂残渣和铜的界面 

层 (残渣的表面或裂缝)上附着异物 ，并呈青 

绿色 ，但钎焊加热后的初期变色除外。 

b．残渣中出现白色斑点或变色的斑点。 

通过与空白试验片比较，确认有无象a及 

b那样的变色，判断有无腐蚀。 

附件 5 焊膏的印刷性试验 

1 适用范围 

本附件规定了印刷初期及连续印刷时焊膏 

印刷形状、厚度及其稳定性的试验方法和评价 

方法。 

2 试验方法 

为评价印刷性 ，使用标准印刷焊料，在铜 

锆叠层基板上印刷要评价的焊膏 ，测定印刷后 

的焊膏平面形状和厚度及连续印刷时的平面形 

状及厚度的稳定性，评价其印刷性。 

3 印舅差置爰材料 

3．1 印刷机及印刷条件 

(D 丝网印刷机 

(2)丝阿的型号、种类 

(3)涂刷器、硬度、角度等 

(4)涂刷速度 (印刷速度) 

(5)印刷压入量或滁刷压入量 

(6)印刷角度 

(7)模板与铜箔叠层板 (基板)间的间隔 

(8)环境温度 ． 

3．2 金属模板 

采用 3种如附件 5图 1所示具有不同模型 

孔配置的不锈钢制金属模板 (开口处为直接蚀 

刻开 口)。 

3．3 试验装置及试料 

(1)焊膏 

(2)铜箔叠层基板 (160X 160X 1．6ram) 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

http://www.cqvip.com


附件 5表 1 金属模板的种类及其模型配置和厚度 单位：rlllT~ 

模板配置及 厚度 
种类 

间距：(P1) 孔 宽：(x) 板厚 ：(t) 长度：(Y) 问距：(P2) 宽：(w) 

M l 0．08 0．40 0．2 2．0 30．0 24．40 

M 2 0．65 0．30 0．2 2．0 30．0 20．55 

M 3 0．50 0．25 0．2 2．0 30．0 l 6．75 

I I 25 孔 I l ● 

厂] 广] 

厂] 厂] 

(a) 

一  

一  B 

广 ] 广 ] 厂 ] 

L J L __J L ．_j 

厂 ] 厂 ] 广 ] I 

L -_J L J _-J 

厂 ] 厂 ] 厂 ] 
L --J L __J L --J 

附件 5图 1 模板配置 

(3)显微镜或摄影装置 

(4)激光式变位计 (激光束径 50t~m以 

下)或触针式表面粗度计。 ． 

4 测定顺序 

用体视显微镜照片 (50倍)测定印刷焊膏 

的平面形状 ，用激光或变位计 (或触针式表面 

粗度计测定立体形状)。注意 ：焊膏周边部在厚 

度计测范围之外。 

备注：触针式粗度计测定形状 ，焊膏印刷 

后需放置 1～2天 ， 使焊膏固化 

5 评价方法 

鼍方向 

(b) 

根据模板孔形及大小、印刷后焊膏的形状 

和厚度及其变动评价印刷开始时的初期特性和 

连续印刷时的稳定性 。注意在印刷初期用连续 

印刷时不要有涂沫和擦痕 

附件 6 流动性试验 

1 适用范围 

本附件适用干试验评价与焊膏印刷性有密 

切关系的粘性——剪切速度特性 、触变性 (触 

变性指数、粘度不恢复率)以及喷嘴流动法的 

焊膏堆积量。 
一 29 —  
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2 试验方法 

2．1 螺旋式 

螺旋式粘度计具有外筒旋转 有螺旋槽的 

内筒静置的结构 。填满内外筒空隙及螺旋槽的 

焊膏根据外筒的旋转，从导入口进入，沿着槽 
一

点一点向上滑，从排出口排出。此时，以内 

筒的转距测出焊膏所受的剪切应力，由外筒的 

旋转数求出粘度特性 然后由粘度特性计算出 

其流动特性。 

2．2 涡状槽型旋转圆板叶轮法 

涡状槽型旋转圆板式粘度 (以下简称 SPP 

叶轮法)具有在适当间隙平行配置涡状槽型圆 

板和平板的结构 ，焊膏充满其间隙，随着 SPP 

叶轮的转动，检测焊膏所受的剪切应力，根据 

SPP叶轮的转距，求出粘度特性 ，由粘度特性 

计算出其流动特性。 

2．3 喷嘴流动法 

在规定的固定压力下，通过分配器在固定 

时间内在玻璃板上堆积焊膏，根据堆积焊膏的 

重量评价焊膏的流动性 。 

3 装置及材料 

3．1 涡轮式粘度测定 

(1)涡轮式粘度计 

(2)测定器体内的恒温槽或外部恒温槽 

(3)聚乙烯容器或 5Oog焊膏用容器 

(4)记录装置 (笔式记录等) 

3．2 涡状槽型旋转圆板测定时 

(1)涡状槽型旋转圆板式粘度计 

(2)恒温槽 

(3)焊膏定量涂布用具 (刮铲等) 

(4)记录装置 (打印机等) 

3．3 喷嘴流动法测定流动性时 

(1)供给装置 具有 0．2MPa、0．3MPa、 

0．4MPa及 0．5MP丑压力设定调节功能 

(2)注射器或喷头 内径 23ram 以上。 

(3)10ml注射器 内径 1fimm，附有适当 

石蜡及活塞。 

(4)针头 (内径 0．8ram，长 15mm) 

(5)玻璃板 (约 75×25×lmm) 

一 30 一  

(6)异丙醇 

(7)恒 温箱 

(8)密封容器 

(9)化学天平 

(10)刮铲 

4 测定顺序 

4．1 螺旋式粘度测定 

(1)焊膏在室温或 25'C下放置 2～3小时 。 

(2)打开焊膏容器盖 ，为避免空气混入用 

刮铲细心混合 1～2分钟 。 

(3)焊膏容器放入恒温槽。 

(4)转动速度调整到 10RPM，温度固定在 

25~C，约 3分钟后确认被叶轮吸入的焊膏从排 

出口排出情况，然后停止旋转，等到温度恒定。 

(5)温度调节结束后，调到 10RPM，读取 

3分钟后的粘度值。 

(6)旋转速度再设定在 3RPM，在旋转状 

态放置 6分钟 

(7)读取 6分钟后的粘度值。 

(8)旋转速度变化为 3—4—5一lO一2O一 

30~10RPM ，读取 3、10、30、10RPM 时粘度 

值。各读取时间分别设定在 6、3、3、3、1～3、 

1～3、1分钟。 

4．2 涡状槽型旋转圆板法粘度测定 

(1)焊膏在室温或 25~C下放置 2～3小时。 

(2)打开焊膏容器盖，为避免空气混入用 

刮铲细心混合 1～2分钟。 

(3)用试料定量涂敷用具在金属板上涂敷。 

(4)在 2．5RPM144秒读取粘度值 (1l1)，然 

后在 10RPM36秒、2．5RPM60秒读取粘度值 

( 3)。 

(5)擦去试样，更新测定用试样 ，重复 

(4)的操作。 

(6)在 10RPM、36秒读取粘度值 (1k)。 

4．3 喷嘴流动法测定流动性 

(1)焊膏在室温或 25℃下放置 2～3小时 

(2)打开焊膏容器盖，为避免空气混入川 

刮铲细心混合 1～2分钟。 

(3)为不混入气泡 ，焊膏注入 内径 23mm 
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以上的注射筒。 

(4)将上述注射筒倒置，将 10ml的注射器 

直立，用加压装置和适当的控制阀借助喷嘴将 

焊 膏移入 10ml的注射器。焊膏 充满到约 为 

10ml注射器的 Z／3，用石蜡活塞封堵 

(5)将注射简装入容器。 

(6)该容器垂直在 25~0．25℃的恒温槽内 

保温 4小时以上。 

(7)用异丙醇擦净玻璃板。 

(8)测量玻璃板的重量，精确到 0．001g单 

位 。 

(9)从恒温槽取出密封容器，用支架支承。 

(1O)在 0．2MPa的压力下供膏 2o秒 ，弃 

掉 。 

(11)玻璃板水平设定在距供给针 2ram的 

位置 。 

(12) 在 0．2MPa、 0．3MPa、 0．4MPa、 

0．5MPa的压力下，在玻璃板上焊膏分别移动 

lO秒 。在一种压力条件下进行 3次。 

(13)称取涂有焊膏和玻璃板的重量。 

(14)算出上述条件下的焊膏平均重量。 

附件 6图 1 喷嘴流动法流动特性 

测定的供给装置 

5 评价方法 

焊膏的流动性是基于粘度测定结果求出下 

示粘度一剪切曲线，触变性 (触变性指数及粘 

度不复原率)，然后根据这些性能评价的。 

5．1 粘度一剪切速度特性 

根据上述测定得出的粘度值，求出粘度一 

剪切速度曲线 (1og 1一l0g D)。 =粘度，D： 

剪切速度。 

但是=D1一1．8s [-3RPM] 

(螺旋方法时) 

D 一18s一 ~30RPM] 

D1—5s [2．5RPM] 

(SPP方 法时) 

D 一20s一 [10RPM] 

5．2 触变性指数 (TD 

参照上述得出的粘度一剪切曲线图 (附件 

6图 2)。从剪切速度变化得出的粘度变化倾向 

(用常用对数表示)求出触变性指数 (TI)。 

TI=log (1]1／q2)／log (D2／D1) 

1ll：剪切 D，时的粘度 

1k：剪切速度 D2时的粘度 

D ：剪切速度 

D ：剪切速度 

但是 ：D1—1．8s [-3RPM] 

(螺旋方法时) 

D2—18s一 [30RPM] 

D =5s～ FZ．5RPM] 

(SPP方法时) 

D2=20s一 [-10RPM] 

5、3 粘度不恢复率 (R，Rs) 

测定在某设定旋转数的粘度 或 后 ， 

变化旋转数，测定粘度，从再次返 回到原设定 

旋转数时的粘度值 或 ，根据下式计算出粘 

度不恢复率 R，Rs(参见附件 6图 3和图 4)。 

(1)螺旋法的粘度不恢复率 (R) 

R一 [(1]b— )／ ]×100 

(2)SPP法的粘度不恢复率 (Rs) 

Rs一 [( 一 )／Th]×100 

此外 剪切速度 6s 时的初期粘度 
一 3】 一  
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_f)b：剪切速度 6s 时的恢复后粘度 

1l】：剪切速度 5s 时的初期粘度 

： 剪切速度 20s 时的初期粘度 

注 ：剪切速度 螺 旋法 时为 (RPM)X 

0．6s ，SPP法时为 (RPM)×2．0s_。。 

5．4 喷嘴法的流动特性 

以各条件下的焊膏排出重量 【m)及其变动 

(△m)评价流动特性 。 

zM-n= m ~x— m mIB 

此处 m一 ：m的最大值 

rn 。：m的最小值 

蔷 

1 

— — ．-晴脯 (mh} 

附件6圉3 粘度不恢复率的求法 

(螺旋方法时) 

附件 7 印刷时的塌陷试验 

1 适用范围 

本附件适用于评价焊膏印刷后到流动焊加 

热前的塌陷。 

2 试驻方法 

根据焊膏在特定条件下在铜箔叠层板上的 

扩展情况评价。 

3 装置及材料 
一 32 一  

1 

● 

j 

剪切连度 

附件 6圉 2 触变性指数的求法 

＼ ＼
2 5 RPM 

＼  10 RPM 2．5 RPM 
＼ 

． ．／。 

144 s 36 s 60 s 

— — + 畴 蠲 《mm) 

附件 6圉 4 牯度不恢复率的求法 

(SPP方法时) 

(1)具 有 3．0×0．7mm (I)或 3．0 X 

1．5ram (Ⅱ)两种模孔并按 0．2ram到 1．2mm 

顺序配置的厚 0．2+0．001ram 的黄铜板或不 

锈钢板 (参见附件 7图 1)。 

(2)铜箔叠层扳 (80X60X1．6trim) 

(3)空气循环式加热炉 (加热温度：200"C 

以上) 

(4)砂纸 (600目) 

(5)异丙醇 
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孔足寸 
iO)m 7mm 

孔足寸 
3．0xL5mm 

附件 7圉 l 塌陷评价分析试验用横扳 

4 测定嗣序 

(1)用砂纸研磨铜箔叠层板，用异丙醇清 

洗 。 

(2)将模板放在铜箔叠层板上 ，用适当的 

涂刷印刷焊膏。然后取下模板。 

(3)试验板在室温下保管 1小时。 

(4)测量记录两种横板的第五列中印刷焊 

膏不互连的最小间璩 。 

5 评价方法 

以两种模板第五列中印刷焊膏的不互连最 

小间隙进行评价。 

附件 8 加热时的塌陷试验 

1 适用范圈 

本附件适用于评价焊膏流动焊加热时的塌 

陷。 

2 试验方法 

根据焊膏在特定条件下在铜箔叠层板上的 

扩展情况评价 。 

3 蓑置及材料 

(1)具 有 3．0x 0．7mm (I)或 3．0× 

1．5ram (I)两种模孔并按 0．2mm到 1．2ram 

顺 序配置的厚 O．2+O．O01mm 的黄铜板或不 

锈钢板 (参见附件 7图 1)。 

(2)铜箔叠层板 (80X 6O×1．6mm) 

(3)空气循环式加热炉 (加热温度：20O℃ 

以 匕) 

(4)砂纸 (600目) 

(5)异丙醇 

4 测定期序 

(1)用砂纸研磨铜箔叠层板，用异丙醇清 

洗 。 

(2)将模板放在铜箔叠层板上，用适当的 

涂刷印刷焊膏。然后取下模板 。 ‘ 

(3)在空气循环加热炉中印刷的试验板加 

热 1分钟，共晶焊料时 1 50℃；低熔点焊料时 比 

固相线温度低 IO'C。 

(4)测量记录两种模板第五列中印刷焊膏 

不互连的最小间隙。 

5 评价方法 

以两种模板的第五列中印刷焊膏的不互连 

最小间隙进行评价。(未完见下期) 
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PSB系列焊膏适用于循环热空气或对流 

炉、红外加热炉、电热板或有传送带的长条加 

热炉、感应或激光加热炉、电阻压焊等多种钎 

焊设备。使用本焊膏时焊件只需常规清洁处理， 

可采用涂 、点和丝 网漏 印的方法将焊膏预置在 

被焊接点上。经干燥或预热(温度 70~80"C)达 

到定位并形成一层保护膜。随后将焊件送入预 

先设定加热温度的加热炉 (区)，进行再流焊 ， 

待温度降至钎焊合金固相线以下后取出焊件。 

PSB系列焊膏 塑料瓶 内封装，~OOgl瓶． 

冰箱内保存 ，存放期与国外同类产品相当。从 

冰箱 内取 出后，待其温度恢复到室 温方可使 

用。妥善保存的焊膏一般不会出现离析、变色， 

如有少许离析，经搅拌均匀后 ，其使用性能仍 

稳定。 
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